附件1

2019年上海市软件和集成电路产业发展专项资金
项目指南（集成电路部分）
一、集成电路（通用型芯片）

    1、高端模拟或数模混合芯片研发及产业化

支持拥有自主知识产权应用于工业、医疗、汽车、通信等领域的高性能、高精密度、高可靠性的模拟或数模混合芯片及模块的研发及产业化。
    2、工业控制、物联网、车联网领域核心芯片研发及产业化

支持拥有自主知识产权应用于工业系统控制、物联网、车联网（含车载以太网）等领域的控制、链接、交换、存储等环节的核心芯片的研发及产业化。
     3、智能移动终端周边芯片研发及产业化

支持面向智能移动终端应用的射频、存储、光学指纹识别、音频、图像处理芯片，电源管理芯片等核心芯片的研发及产业化。
    4、新型指令集架构芯片研发及产业化

支持基于RISC-V指令集架构的相关芯片研发及产业化，内核需拥有自主知识产权。
二、新一代通信

    1、5G通信相关产品研发和产业化

支持应用于5G通信技术的核心元器件、芯片、模块、终端和测试设备，需符合3GPP关于5G的相关规范标准。    

2、安全可靠高性能交换机研发和产业化

    优先支持采用国产CPU、交换芯片和自主网络操作系统，为国内重点行业组建全自主可控网络提供完整解决方案。
    3、光通信高端芯片研发和产业化

支持应用于光通信的高端芯片、模块，鼓励芯片采用硅基或化合物半导体材料衬底，提供集成多种有源、无源器件的解决方案。

4、智能控制产品的研发和产业化

支持面向工业、商业和新零售行业的具有无线通信、数据存储、外设扩展等功能的智能控制模块、终端的研发及产业化。优先支持采用国产安全可靠系统。
三、新型显示

1、AM-OLED相关产品研发和产业化

    支持应用于AM-OLED领域的关键材料、关键部件、检测设备、驱动芯片等配套产品，优先支持与本市面板企业有合作的项目。
    2、VR/AR可穿戴设备研发和产业化

支持面向VR／AR等扩展现实技术的可穿戴设备。具备交互控制、位移感知以及移动通信等功能，在性能、体积及能耗等方面较国内同类产品有显著优势。
    3、显示产品研发和产业化

   支持全息显示、透明显示、微显示等新型显示产品。需具备核心显示技术或光学技术的自主知识产权，产品各项主要性能达到国内领先水平。
四、超高清视频

1、超高清视频前端设备研发及产业化

支持拥有自主知识产权的用于拍摄、制作、传输、播控等产业链环节的超高清视频前端设备的研发及产业化。
2、超高清视频智能编解码SOC芯片研发及产业化

支持满足超高清CMOS Sensor和图像信号处理（ISP），低码率，低功耗，数据加密等功能的超高清视频智能编解码SOC芯片的研发及产业化。
3、超高清液晶时序控制芯片研发及产业化

支持基于先进工艺（40nm）满足广视角、宽色域、行/列数据反转、局部背光调节等功能的超高清液晶时序控制芯片的研发及产业化。
4、超高清智能融合终端研发及产业化

支持采用国产数字电视SOC芯片及国产智能电视操作系统，满足国家超高清视频编解码标准AVS2，应用于广电网络和运营商网络服务的超高清智能融合终端研发及产业化。
五、汽车电子

1、车载智能抬头显示器研发及产业化

产品采用车规级实时操作系统、实现高速CAN总线通信，将车辆状态、前方导航等驾驶辅助信息投影到车辆前方。
2、前装商用车主动安全模块的研发及产业化

支持采用车规级SoC芯片方案的主动安全模块，具备高速率处理视觉、红外或雷达等复杂传感信息，实现高性能整车预警、控制等功能，项目期内前装产业化。

3、基于自动驾驶平台的下一代智能座舱的研发及产业化
产品符合L3级及以上自动驾驶人车交互需求，座舱实现智能显示、智能控制和环境感知的高度融合。
4、汽车动力与底盘控制执行器、开发工具链的研发与产业化

支持面向智能化、网联化的汽车动力与底盘控制领域的执行器及其开发工具链，提供复杂工况感知、在线故障诊断、低能耗执行、高可靠通信等解决方案，并实现产业化。
六、物联网及智能硬件

1、城市运行智能综合监测模块研发及产业化

支持具有实时在线状态多维度监测、高精度智能巡检、及时预警等功能的城市地下基础设施、城市环境、建筑保护等领域的运行综合监测模块研发及产业化。

2、智能安防产品研发及产业化

支持基于边缘计算的以人脸识别和大规模视频结构化为核心的，具有高精度定位、高速图像处理、高效算法性能的智能安防模块、终端研发及产业化，优先支持应用超高清视频技术。

3、智能家居产品研发及产业化

支持具有自主知识产权的、满足家庭设施信息化集成的智能家居产品的研发及产业化。要求产品能够引领行业，市场占有率在国内处于领先地位，符合国家相关标准。

4、智能硬件创新产品研发及产业化

支持自主研发,面向个人消费者，具有语音交互等功能的智能硬件创新产品的研发及产业化。优先支持采用国产芯片产品。

七、智能健康医疗

1、体外诊断系统核心电子模块的研发和产业化

重点支持满足检测精度需求的高性能动态图形采集电子模块。通过多模态控制策略实现高分辨率、高抗干扰能力及大动态识别范围的图像采集，定制化对外接口，并实现产业化。
2、电生理诊疗核心电子模块的研发及产业化

支持面向临床电生理诊断和介入治疗的核心电子模块。提供优化介入治疗效果的一体化模块集成，具备高精度定位、治疗参数控制、模块间通讯等功能，并实现产业化。
3、智能病理检验设备研发和产业化

支持可辅助诊断肺癌、乳腺癌和宫颈癌等的智能显微镜等病理检验设备。实现高精度纳米级定位，全自动光源调节、全景扫描、回位、监控等功能；综合利用卷积神经网络、表征学习、迁移学习等方法，实现多类癌症病理的智能诊断。
4、智能医疗穿戴设备研发和产业化
支持智能植入式医疗器械及其监控设备。通过射频磁耦合近场通信等技术实现对患者植入器械的实时监控，实现患者及植入器械信息的远程实时共享、智能分析、协同诊治。
以上指南一/2、3；二/2、4；三/1、2；五/1、2、3、4；六要求项目执行期内累计销售收入不低于1000万元，其余不低于500万元。

项目指南解释人：

一、集成电路（通用型芯片）：汪潇 23112675

二、新一代通信: 姚斯霆23112680

三、新型显示：姚斯霆23112680

四、超高清视频：王雷23119429

五、汽车电子领域：俞俊鑫 23119432

六、物联网及智能硬件：王雷23119429

七、智能健康医疗：俞俊鑫23119432（1、2）

贺  奇23112611（3、4）

